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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung gedruckter Leiterplatten mit Lei-
terbahnen auf einer oder beiden Seiten davon, deren
dielektrisches Substrat aus einem extrudierten Poly-
mer erhalten wird.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die Patentanmeldung PCT/ES99/00413
desselben Inhabers, weiche ebenfalls ein Verfahren
zur Herstellung gedruckter Leiterplatten betrifft, of-
fenbart ein Verfahren mit mehreren Schritten, wel-
ches die Ausflihrung einer ersten selektiven Gravie-
rung durch Bearbeitung oder Atzung auf einer ersten
Seite einer Platte eines elektrisch leitenden Materials
und einer Aufbringung eines dielektrischen Materials
mittels eines Spritzgiessvorgangs auf einer Seite der
Platte des elektroleitenden Materials umfasst. Vor
der Spritzformung wird die Platte aus dem elektrisch
leitenden Material einer Oberflachenbehandlung zur
Verbesserung der Verbindungsfahigkeit (Verbin-
dungskapazitanz) unterworfen und eine Schicht ei-
nes haftenden Materials wird bevorzugt auf die erste
gravierte und oberflachenbehandelte Seite aufge-
bracht.

[0003] Eine zweite selektive Gravierung kann auch
auf einer der ersten gegenulberliegenden zweiten
Seite ausgeflihrt werden.

[0004] Das in der Patentanmeldung offenbarte Ver-
fahren stellt eine feste Verbindung zwischen den Lei-
terbahnen und dem dielektrischen Substrat bereit,
wobei aber das Spritzgiessen eine Anisotropie in
dem spritzgegossenen Dielektrikum (unterschiedli-
che Orientierung von Fasern in der Zone angrenzend
an die Spritzgiessdiisen bezuglich derjenigen, die
weiter entfernt sind und welche nach einem Verlust
eines Teils ihrer Fluiditat steif werden) mit sich bringt,
und Eigenschaften, die orientierungsempfindlich
sind, wie zum Beispiel eine gréRere Zugspannung im
Sinne einer Orientierung flihren dazu, dass die Lei-
terplatten eine ungewollte Krimmung oder Biegung
in nicht-stabilen Zustanden (Verarbeitung der Platten
und Temperaturdnderungen) aufweisen, was zu ei-
ner Gefahrdung der Unversehrtheit der gedruckten
Leiterplatte (Verbindung von Leiterschicht mit dem di-
elektrischen Substrat) fihren kann.

[0005] Das US Patent 4,671,301 offenbart die Her-
stellung einer Leiterplatte, welche durch kontinuierli-
ches Giessen eines Gemisches aus Harz und von
gleichférmig verteilten Filimaterialien ausgefuhrt
wird.

[0006] Die Einbeziehung von Fullmaterialien in das
Harz ist eine allgemein bekannte Technik zur Verbes-
serung dessen physikalischer und chemischer Ei-
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genschaften.
Kurzbeschreibung der Erfindung

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
ein Verfahren zur Herstellung gedruckter Leiterplat-
ten aus einem extrudierten Polymer gemafR Definition
durch die Merkmale des Anspruches 1, in welcher
eine starke Verbindung zwischen den Leiterbahnen
und dem dielektrischen Substrat sichergestellt ist.
Dieses dielektrische Substrat ist auch im wesentli-
chen von internen Richtungszugspannungen, dem
Ursprung von Speicherplattenverformungen und
Kriimmung, frei.

[0008] GemalR der vorliegenden Erfindung wird ei-
nerseits eine erste selektive Gravierung durch Bear-
beitung oder Atzung auf einer ersten Seite einer Plat-
te eines elektrisch leitenden Materials ausgefihrt, um
mehrere den kinftigen Leiterbahnen entsprechende
Erhéhungen und mehrere den kinftigen Flachen zwi-
schen den Leiterbahnen entsprechende Vertiefungen
zu erzeugen. Zur Erhéhung der Verbindungsbestan-
digkeit zwischen den Materialien wird die erste gra-
vierte Schicht einer Oberflachenbehandlung zur Ver-
besserung dieses Verbindungsvermoégens nach den
ersten Gravierungsschritten unterworfen und eine
Schicht eines haftenden Materials anschlielend auf
die gravierte und oberflachenbehandelte erste Seite
aufgebracht. Die dargestellten Phasen werden in ei-
ner im wesentlichen aquivalenten wie in der in der
Patentanmeldung PCT/ES99/00413 erlauterten Wei-
se ausgefuhrt.

[0009] Parallel und andererseits wird wenigstens
eine Folie eines extrudierten Dielektrikums erhalten.
Das Dielektrikum ist in einem mdglichen Ausfih-
rungsbeispiel ein gleichmafliges Gemisch aus Poly-
phenylsulfid, Glimmer und Verstarkungsglasfasern in
variablen Verhaltnissen. Die Dicke der extrudierten
Folie, die Massentemperatur und die Extrusionsge-
schwindigkeit sind einstellbar.

[0010] Gemal dem vorgeschlagenen Verfahren
wird die erwarmte erste extrudierte Folie auf der ers-
ten Schicht der Platte (10) aus elektrisch leitendem
Materials aufgetragen; und die Einheit der ersten Fo-
lie und Platte wird einem vorbestimmten Druck unter-
worfen, so dass das dielektrische Substratmaterial
vollstandig die Vertiefungen flllt und die Erhéhungen
umschliel3t, um somit eine starke Verbindung des
Substrates mit der leitenden Metallschicht zu erzie-
len.

[0011] Fur den Zweck der Steigerung der Stabilitat
der gedruckten Leiterplatte wurden zwei oder mehr
Zwischenschichten vorgesehen oder angeordnet,
welche vor dem Pressvorgang so Ubereinanderge-
legt werden, dass die Orientierung der aus der Extru-
sion erzielten Fasern dann in beiden Richtungen ten-
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denziell kompensiert ist, oder eine Ruhrvorrichtung
unmittelbar an der Extrusionsduse vorgesehen, wel-
che eine Hauptorientierung der Fasern des Materials
bei der Extrusion verhindert.

[0012] Zum besseren Verstandnis der Merkmale
des vorgeschlagenen Verfahrens werden dessen
Hauptschritte unter Bezugnahme auf mehrere Zeich-
nungsblatter detailliert beschrieben.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0013] Fig.1 bis Fig. 3 stellen Aufriss- und Quer-
schnittsansichten der Vorbereitungsschritte einer
Metallfolie dar, die fest mit einem Substrat gemaf
dem in der Patentanmeldung PCT/ES99/00413 dar-
gestellten Prinzipien zu verbinden ist.

[0014] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht, die
schematisch das Prinzip dieser Erfindung darstellt,
mit anderen Worten das Auflegen einer extrudierten
Folie aus dielektrischem Material auf der behandel-
ten Seite der metallischen Folie, aus welcher die
Schaltungsleiterbahnen erzielt werden.

[0015] FEig.5 stellt ein mdgliches Ausflihrungsform-
beispiel der Erfindung dar, in welchem zwei Folien in
Uberlagerung und gekreuzt fir den Zweck der Kom-
pensation der moglichen Effekte durch die Monoori-
entierung ihrer Fasern, die sich aus der Extrusion er-
gibt, angeordnet sind.

[0016] Eig. 6 stellt den Schritt der Aufbringung eines
vorbestimmten Druckes dar, so dass das Material,
das das dielektrische Substrat (erzeugt durch eine
oder mehrere extrudierten Schichten, in dem Bei-
spiel, eine) bilden soll, vollstandig die Vertiefungen
ausfullt und die ausgefuhrten Erhdhungen auf der
Platte des elektrisch leitfahigen Materials, das den in
den Fig. 1 bis Fig. 3 detaillierten vorstehenden Ope-
rationen unterworfen wurde, umschlief3t.

[0017] FEig. 7 bis Fig. 10 stellen Aufriss- und Quer-
schnittsansichten zusatzlicher Schritte fur die Be-
handlung der fest verbundenen extrudierten Folie
und Platte der elektrisch leitenden Materialeinheit
(Fig. 7) dar, bis in geeigneter Weise die die gedruckte
Schaltung definierenden Leiterbahnen erzeugt wer-
den (Fig. 10), welche ebenfalls gemaf den in der Pa-
tentanmeldung PCT/ES99/00413 dargestellten ab-
laufen.

[0018] Fig. 11 bis Fig. 13 stellen mehrere von den
angewendeten Schritten zum Erzielen einer mehrla-
gigen Schaltung dar.

Detaillierte Beschreibung von Ausfuhrungsformbei-
spielen

[0019] Gemal dem vorstehend Dargestellten um-
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fasst das vorgeschlagene Verfahren die nachfolgen-
den wesentlichen Schritte:

Vorbereiten mindestens einer Platte (10) aus elek-
trisch leitendem Material, wie z.B. einer Kupferplatte,
wobei eine erste selektive Gravur auf einer ersten
Seite (10a) derselben vorgenommen wird, so dass
den kunftigen Leiterbahnen entsprechende mehrere
Erhéhungen (11) und den kiinftigen Bereichen zwi-
schen den Leiterbahnen entsprechende mehrere
Vertiefungen (12) gebildet werden (Fig. 1);
Auftragen eines dielektrischen Substratmateriais in
einem zahflussigen oder halbzahflissigen Zustand
auf der ersten Seite (10a) der Platte (10) aus elek-
trisch leitendem Material, wobei die Erhéhungen (11)
abgedeckt und die besagten Vertiefungen (12) aus-
geflllt werden; und

sobald das dielektrischen Material ausgehartet ist,
Ausflihren einer zweiten selektiven Gravur auf einer
der ersten gegentuberliegenden zweiten Seite (10b)
der mindestens einen Platte (10) aus elektrisch lei-
tendem Material, um das den klnftigen Bereiche zwi-
schen den Leiterbahnen entsprechende Material der-
selben zu entfernen,

wobei sich mehrere fertige untereinander isolierte
Leiterbahnen (13) ergeben, die durch Bereiche (14)
zwischen den Leiterbahnen getrennt und teilweise
auf einer Seite durch das dielektrische Substratmate-
rial eingeschlossen sind, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schritt zum Auftragen eines Substratmateri-
als folgendes umfasst:

Herstellen mindestens einer ersten Folie (20a) aus
dem dielektrischen Substratmaterial durch Extrusion
ausgehend von einem thermoplastischen Material
(Fig. 4);

Auflegen der erwarmten ersten Folie (20a) auf die
erste Seite (10a) der Platte (10) aus elektrisch leiten-
dem Material (Fig. 4); und

Unterwerfen der Einheit der ersten Folie (20a) und
der Platte (10) unter einem vorbestimmten Druck, so
dass das dielektrische Substratmaterial die Vertiefun-
gen (12) vollstandig ausflllt und die Erhéhungen (11)
umschliesst.

[0020] GemalR Darstellung in Fig. 6 umfasst der
Schritt zum Auflegen der erwarmten ersten Folie
(20a) auf die erste Seite (10a) der Platte (10) aus
elektrisch leitendem Material das Einlegen der Platte
(10) zwischen mehreren Platten (81, 82) einer unmit-
telbar nach dem Austritt eines Extruders (60) des di-
elektrischen thermoplastischen Substratmaterials
angeordneten Presse und dann das Auflegen der
ersten Folie (20a), wie sie gerade aus dem Extruder
(60) kommt, auf die Platte (10).

[0021] Gemal Darstellung in Fig. 5 umfasstin einer
bevorzugten Ausfiihrungsform der Schritt der Unter-
werfung der Einheit der Platte (10) und der ersten Fo-
lie (20a) unter Druck das aufeinanderfolge Auflegen
von zusatzlichen extrudierten Folien (20b,...20n)
(zwei in dem Beispiel dieser Figur) des aus dem Ex-
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truder (60) stammenden dielektrischen Substratma-
terials auf der Einheit, wobei sich die Einheit aus dem
Auflegen jeder extrudierten Folie nach der Drehung
um einen vorbestimmten Winkel vor dem Auflegen ei-
ner neuen extrudierten Folie ergibt, so dass die
Hauptausrichtung der (aus der Extrusion erhaltenen)
Fasern jeder Folienschicht unterschiedlich ist.

[0022] In dem Falle, dass es erwlinscht ist, eine
doppelseitig gedruckte Leiterplatte (Fig.11 bis
Fig. 13) zu erzeugen, umfasst das Verfahren ferner:
Vorbereiten einer zweiten Platte (30) aus elektrisch
leitendem Material, wobei eine erste selektive Gravur
auf einer ersten Seite (30a) derselben durchgefiihrt
wird, so dass den kiinftigen Leiterbahnen entspre-
chende mehrere Erhebungen (31) und den kinftigen
Bereichen zwischen den Leiterbahnen entsprechen-
de mehrere Vertiefungen (32) gebildet werden;

vor dem Schritt der Unterwerfung der Einheit der
Platte (10) und der ersten Folie (20a), und falls zutref-
fend der zusatzlichen Folien (20b,...20n) unter Druck,
Aufbringen der zweiten Platte (30) auf der auf die Ein-
heit aufgelegte letzte Folie (20a, 20b,...20n), wobei
sich die erste Seite (30a) mit dieser in Kontakt befin-
det;

und nach dem Schritt der Unterwerfung der Einheit
der Platte (10) unter Druck und sobald das dielektri-
sche Substratmaterial ausgehartet ist, Ausfihren ei-
ner zusatzlichen zweiten selektiven Gravur auf einer
der ersten gegeniberlegenden zweiten Seite(30b)
der zweiten Platte (30) aus elektrisch leitendem Ma-
terial, so dass deren den kunftigen Bereichen zwi-
schen den Leiterbahnen entsprechende Material ent-
fernt wird, so dass mehrere Leiterbahnen (13), die
untereinander isoliert sind, durch die Bereiche (14)
zwischen den Leiterbahnen getrennt und teilweise in
beiden gegenilberliegenden Seiten durch das dielek-
trische Substratmaterial (20a, 20b,...20n) einge-
schlossen zurlickbleiben.

[0023] Gemal einem Aspekt der Erfindung erreicht
die Gravierung des ersten Gravierungsschrittes fur
die Ausfuhrung der den kiunftigen Zwischenleiterbah-
nenflachen (14) entsprechenden Vertiefungen (12)
eine Tiefe von 85 bis 95% der Dicke der Platte (10)
des elektrisch leitenden Materials, so dass die Teil-
weise in dem dielektrischen Material (20a, 20b...20n)
eingeschlossenen fertiggestellten Leiterbahnen ei-
nen hervorstehenden Teil besitzt, der 5 bis 15% von
dessen Dicke besitzt.

[0024] Gemal einem zusatzlichen Aspekt der Erfin-
dung weist (weisen) die Kupferplatte(n) (10, 30) eine
angenaherte Dicke von 400 pm auf, die fir Hoch-
strom-Anwendungen geeignet ist.

[0025] Es muss betont werden, dass die zusatzli-
chen Details und/oder MalRnahmen bezuglich der
Fertigstellung entweder der ein- oder doppelseitigen
gedruckten Leiterplatte (Fig.7 bis Fig. 10, bzw.
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Fig. 12 bis Fig. 13) sowie die vorausgehende Vorbe-
reitung (Oberflachenbehandlung mit schwarzem
Oxid und Kleberaufbringung) der Seiten 10a, 30a zur
Verbesserung der Verbindung im wesentlichen den
bereits in der Patentanmeldung PCT/ES99100413
offenbarten entsprechen.

[0026] Somit werden gemal einer bevorzugten
Ausfuhrungsform die zuvor gravierte erste Seite(n)
(10a, 30a) der Platte(n) (10, 30) des elektrischen lei-
tenden Materials einer Oberflachenbehandlung zur
Verbesserung der Verbindungsfahigkeit unterworfen
und dann eine Schicht aus haftendem Material (50)
auf diese vor dem Auflegen des dielektrischen Subst-
ratmaterials (20a, 20b,...20n) aufgebracht.

[0027] GemalR Darstellung in Fig. 2 umfasst die
Oberflachenbehandlung zum Verbessern der Verbin-
dungsfahigkeit einen Vorgang einer Aufbringung von
schwarzem Oxid (4), welcher darin besteht, dass die
erste Seite (10a) der Platte (10) (und dasselbe wiirde
mit der Platte 30 geschehen) des elektroleitenden
Materials in Kontakt mit einer wassrigen Lésung von
Natriumhydroxid und Natriumhypochlorit gebracht
wird, was eine Mikroatzung erzeugt, welche fir die
Ausbildung einer gewilinschten Oberflachenrauhig-
keit geeignet ist.

[0028] Um den Vorgang der Aufbringung von
schwarzem Oxid auszuflihren, werden die nachste-
henden Phasen ausgefihrt:

Auftragen einer Schutzmaske auf die zweite Seite(n)
(10b, 30b) und/oder Teile der Platte(n) (10, 30) des
elektroleitenden Materials, welche nicht behandelt
werden missen;

Unterwerfen der Platte(n) (10, 30) des elektrisch lei-
tenden Materials der Behandlung durch Eintauchen
oder Aufspriihen; und

anschlieBendes Entfernen der Schutzmaske, um
eine Schicht aus schwarzem Oxid (40) nur in denje-
nigen Bereichen zu hinterlassen, die fur die Aufnah-
me des dielektrischen Materials (20a, 20b,..., 20n)
gedacht sind.

[0029] Alternativ umfasst der Vorgang der Aufbrin-
gung von schwarzem Oxid:

vollstandiges Unterwerfen der Platte(n) (10, 30) des
elektrisch leitenden Materials der Behandlung durch
Eintauchen oder Aufsprihen; und

anschlieBendes Entfernen der schwarzen Oxidierung
von der(n) zweiten Seite(n) (10b, 30b) und/oder Tei-
len, welche nicht die Behandlung erfordern, um eine
Schicht schwarzen Oxids (40) in denjenigen Berei-
chen zu hinterlassen, fir die Aufnahme des dielektri-
schen Materials (20a, 20b,...20n) gedacht sind.

[0030] Andererseits wird die Aufbringung einer
Schicht eines haftenden Materials (50) bevorzugt
durch Spriihen ausgefihrt, und das haftende Materi-
al (50) umfasst eine Basis aus organischem LO-
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sungsmittel und einen aus synthetischen Elastome-
ren gebildeten Feststoffanteil.

[0031] Gemal einer bevorzugten Ausfliihrungsform
der Erfindung wird die Schicht des haftenden Materi-
als (50) einer Vortrocknung ohne Erreichen einer
Aushartung unterworfen, um eine Verdampfung der
Lésungsmittel vor dem SpritzgieRen zu bewirken,
wobei der Vortrocknungsvorgang offen bei Raum-
temperatur oder alternativ in einem Ofen bei einer
Temperatur von 25 bis 100 Grad C ausgefiihrt wird.

[0032] Auf diese Weise wird wahrend des Schrittes
der Unterwerfung der Einheit unter Druck das haften-
de Material (50) aufgrund des Druckes und der Tem-
peratur des dielektrischen Materials (20a, 20b,...20n)
aktiviert, was zu einer Haftung zwischen dem dielek-
trischen Material (20a, 20b,... 20n) und der(n) Plat-
te(n) (10, 30) des elektroleitenden Materials flihrt.

[0033] Die Merkmale der Erfindung und ihrer Aus-
fuhrungsform sind in den nachstehenden Anspru-
chen detailliert dargestellt.

Patentanspriiche

1. — Verfahren zur Herstellung gedruckter Leiter-
platten ausgehend von einem extrudierten Polymer,
der Art welche die folgende Schritte umfasst:
Vorbereitung mindestens einer Platte (10) aus elek-
trisch leitendem Material, wobei eine erste selektive
Gravur auf einer ersten Seite (10a) derselben vorge-
nommen wird, so dass mehrere Erhéhungen (11) ent-
sprechend der kiinftigen Leiterbahnen und mehrere
Vertiefungen (12) entsprechend der kiinftigen Berei-
che zwischen den Leiterbahnen gebildet werden;
Auftragen eines dielektrischen Substratmaterials in
einem zahflussigen oder halbzahflissigen Zustand
auf der besagten ersten Seite (10a) der Platte (10)
aus elektrisch leitendem Material, wobei die besag-
ten Erhéhungen (11) abgedeckt und die besagten
Vertiefungen (12) ausgefullt werden; und
Ausfihren einer zweiten selektiven Gravur auf einer
zweiten der ersten gegeniberliegenden Seite (10b)
der besagten mindestens einer Platte (10) aus elek-
trisch leitendem Material nachdem das besagte die-
lektrische Substratmaterial ausgehartet ist, so dass
das Material derselben entsprechend der besagten
kinftigen Bereiche zwischen den Leiterbahnen ent-
fernt wird,
wobei mehrere fertigen untereinander isolierten Lei-
terbahnen (13) resultieren, die durch Bereiche (14)
zwischen den Leiterbahnen getrennt und teilweise
auf einer Seite durch das besagte dielektrische Sub-
stratmaterial eingeschlossen sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der besagte Schritt zum Auftragen ei-
nes Substratmaterials folgendes umfasst:

Herstellen mindestens einer ersten Folie (20a) aus
dem besagten dielektrischen Substratmaterial durch
Extrusion ausgehend von einem thermoplastischen
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Material;

Auflegen der besagten erwarmten ersten Folie (20a)
auf die besagte erste Seite (10a) der Platte (10) aus
elektrisch leitendem Material; und

die Einheit der ersten Folie (20a) und der Platte (10)
unter einem vorbestimmten Druck setzen, so dass
das dielektrische Substratmaterial die besagten Ver-
tiefungen (12) vollstandig ausflllt und die besagten
Erhéhungen (11) umschlief3t.

2. — Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der besagte Schritt, bei welchem
die erwarmte erste Folie (20a) auf die erste Seite
(10a) der Platte (10) aus elektrisch leitendem Materi-
al aufgelegt wird, das Auflegen der Platte (10) zwi-
schen mehreren unmittelbar nach dem Austritt eines
Extruders (60) des besagten dielektrischen thermo-
plastischen Substratmaterials befindlichen Platten
(81, 82) einer Presse und das darauf folgende Aufle-
gen der besagten ersten Folie (20a) auf der Platte
(10) gerade beim Austritt aus dem besagten Extruder
(60) einschlief3t.

3. — Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor dem besagten Schritt, bei
welchem die Einheit der Platte (10) und der ersten
Folie (20a) unter Druck gesetzt wird, eine aufeinan-
der folgende sich Uber die Einheit bildende Ablage-
rung von aus dem besagten dielektrischen Substrat-
material zusatzlichen extrudierten Folien (20b,...
20n), die aus dem Extruder (60) treten, einbezogen
wird, wobei die aus der Ablagerung jeder extrudierten
Folie resultierende Einheit vor Ablagerung einer neu-
en extrudierten Folie um einen vorbestimmten Winkel
rotiert wurde.

4. — Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass es auch folgendes umfasst:
Vorbereitung einer zweiten Platte (30) aus elektrisch
leitendem Material, wobei eine erste selektive Gravur
auf einer ersten Seite (30a) derselben durchgefihrt
wird, so dass mehrere Erhdéhungen (31) entspre-
chend der kunftigen Leiterbahnen und mehrere Ver-
tiefungen (32) entsprechend der kinftigen Bereiche
zwischen den Leiterbahnen gebildet werden; vor
dem Schritt, bei welchem die Einheit der Platte (10)
und der ersten Folie (20a), und falls zutreffend der zu-
satzlichen Folien (20b,... 20n), unter Druck gesetzt
wird,

Auftragen der besagten zweiten Platte (30) auf der
letzten Folie (20a, 20b,... 20n), die auf die Einheit auf-
gelegt wurde, wobei sich die besagte erste Seite
(30a) mit dieser in Kontakt befindet;

und Ausflhren einer zweiten selektiven zusatzlichen
Gravur auf einer zweiten der ersten gegenuberlie-
genden Seite (30b) der besagten zweiten Platte (30)
aus elektrisch leitendem Material, nach dem Schritt,
bei welchem die Einheit unter Druck gesetzt wird, und
nachdem das dielektrische Substratmaterial ausge-
hartet ist, so dass das Material derselben entspre-



DE 602 02 071 T2 2005.12.01

chend der besagten kinftigen Bereiche zwischen
den Leiterbahnen entfernt wird,

so dass mehrere Leiterbahnen (13), die untereinan-
der isoliert sind, durch den Bereichen (14) zwischen
den Leiterbahnen getrennt und teilweise in beiden
gegeniberliegenden Seiten durch das besagte die-
lektrische Substratmaterial (20a, 20b, ... 20n) einge-
schlossen bleiben.

5. — Verfahren nach einer beliebigen der vorher-
gehenden Ansprichen, dadurch gekennzeichnet,
dass es umfasst, die besagte(n) zuvor eingravierte(n)
erste(n) Seite(n) (10a, 30a) der Platte(n) (10, 30) aus
elektrisch leitendem Material einer Oberflachenbe-
handlung zur Verbesserung der Kapazitanz der Ver-
bindung zu unterziehen; und eine Schicht aus haften-
dem Material (50) auf die besagte(n) eingravierte(n)
und oberflachenbehandelte(n) erste(n) Seite(n) (10a,
30a) der Platte(n) (10, 30) aus elektrisch leitendem
Material vor dem Auftrag des dielektrischen Substrat-
materials (20a, 20b,... 20n) aufzutragen.

6. — Verfahren nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die besagte Oberflachenbehand-
lung zur Verbesserung des Kapazitanz der Verbin-
dung ein Vorgang mit schwarzem Oxid (40) umfasst,
der daraus besteht, die besagte(n) erste(n) Seite(n)
(10a, 30a) der Platte(n) (10, 30) aus elektrisch leiten-
dem Material mit einer wassrigen Natriumhydroxid-
und Natriumhypochloritldsung in Kontakt zu bringen,
wobei ein chemischer Mikroangriff verursacht wird,
so dass eine bestimmte Rauhigkeit der Oberflache
bereitgestellt wird.

7. — Verfahren nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der besagte Vorgang mit schwar-
zem Oxid folgendes umfasst:

Auftragen einer Schutzmaske auf die besagte(n)
zweite(n) Seite(n) (10b, 30b) und/oder Teile der Plat-
te(n) (10, 30) aus elektrisch leitendem Material, die
keine Behandlung bendétigen;

die Platte(n) (10, 30) aus elektrisch leitendem Materi-
al mittels Tauchen oder Verspriihen der besagten Be-
handlung unterziehen; und

nachfolgendes Entfernen der besagten Schutzmas-
ke, so dass nur in denjenigen Bereichen, die zur Auf-
nahme des dielektrischen Materials (20a, 20b,... 20n)
bestimmt sind, eine Schicht aus schwarzem Oxid
(40) bestehen bleibt.

8. — Verfahren nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der besagte Vorgang mit schwar-
zem Oxid folgendes umfasst:
die Platte(n) (10, 30) aus elektrisch leitendem Materi-
al vollstéandig mittels Tauchen oder Versprihen der
besagten Behandlung unterziehen; und
nachfolgendes Entfernen der schwarzen Oxidierung
aus der besagten zweiten Seite(n) (10b, 30b)
und/oder Teilen, welche die besagte Behandlung
nicht bendétigen, so dass nur auf denjenigen Berei-
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chen, die zur Aufnahme des dielektrischen Materials
(20a, 20b, ... 20n) bestimmt sind, eine Schicht aus
schwarzem Oxid (40) bestehen bleibt.

9. — Verfahren nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das besagte Auftragen einer
Schicht aus haftendem Material (50) mittels Verspri-
hung durchgefihrt wird.

10. — Verfahren nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das besagte haftende Material
(50) eine Basis aus organischem Lésungsmittel und
ein Gehalt an von synthetischen Elastomeren gebil-
deten Feststoffen umfasst.

11. — Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die besagte Schicht aus haften-
dem Material (50) eine Vortrocknung unterzogen
wird, ohne die Aushartung zu erreichen, so dass die
Verdampfung der besagten Lésungsmittel vor dem
Schritt des SpritzgielRens bewirkt wird.

12. — Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die besagte Vortrocknung offen
bei Raumtemperatur durchgefihrt wird.

13. — Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die besagte Vortrocknung in ei-
nem Ofen bei einer Temperatur von 25 bis 100°C
durchgefiihrt wird.

14. — Verfahren nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wahrend des besagten Schrittes,
bei welchem die Einheit einem Druck unterzogen
wird, das haftende Material (50) aufgrund des besag-
ten Druckes und der Temperatur des dielektrischen
Materials (20a, 20b,... 20n) aktiviert wird, wobei auf
dieser Weise die Haftung zwischen dem besagten di-
elektrischen Material (20a, 20b,... 20n) und der/den
Platte(n) (10, 30) aus elektrisch leitendem Material
hergestellt wird.

15. —Verfahren nach Anspruch 1 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gravur des ersten Gravur-
schrittes der Platte (10, 30), derart, dass die besag-
ten Vertiefungen (12) entsprechend der kiinftigen Be-
reiche (14) zwischen den Leiterbahnen durchgeflhrt
werden, eine Tiefe von 85 bis 95% der Dicke der Plat-
te (10, 30) aus dem elektrisch leitendem Material er-
reicht, so dass die besagten fertigen teilweise in dem
dielektrischen Material (20a, 20b,... 20n) einge-
schlossenen Leiterbahnen (13) einen herausragen-
den Teil aufweisen, der 5 bis 15% seiner Dicke be-
tragt.

16. — Verfahren nach Anspruch 1 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die besagte(n) Platte(n) (10,
30) aus elektrisch leitendem Material (eine) Kupfer-
platte(n) ist/sind.
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17. — Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die besagte(n) Platte(n) (10, 30)
eine etwa 400 pm betragende fiir elektrische Anwen-
dungen geeignete Dicke aufweist/aufweisen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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